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一般的なリフローとは、プリント基板に電子部品を実装する際、あらかじめペースト状のは

んだを基板上に塗布し、部品を設置したのちに炉で加熱してはんだ接合を行います。 

本発表では、はんだボールをレーザーで溶融し、ワークの任意の場所に、はんだを搭載・接合

する技術・装置(SB2)をご説明・ご紹介いたします。この装置を用いた、はんだバンプは、平

らな面だけでなく、凹凸部分や L字部分、リード線、ワイヤーやピンなどの部品、様々な場所

への搭載が可能です。また、はんだボールの段積みやギャップ等をはんだボールで封止するこ

とも可能です。このはんだ搭載技術では、リフロー工程が不要。フラックスも不要になり、必

然的にフラックス洗浄工程も不要になります。これにより、フラックスレスプロセス→エコプ

ロセスが可能になります。また、ワークを加温することなくリフロー可能なため、ワークに機

械的・熱的ストレスを与えることなく、はんだバンプが行えます。使用可能なはんだボールサ

イズにおいても 40μm ～ 1,500μmまでと幅広く対応可能となっています。 

 

https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E5%9F%BA%E6%9D%BF
https://www.weblio.jp/content/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%83%A8%E5%93%81
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E8%A3%85
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E7%8A%B6
https://www.weblio.jp/content/%E5%9F%BA%E6%9D%BF
https://www.weblio.jp/content/%E5%A1%97%E5%B8%83
https://www.weblio.jp/content/%E9%83%A8%E5%93%81
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%AD%E7%BD%AE
https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E7%86%B1
https://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88

